热成像仪技术参数及评分办法
1、 技术参数
1、 探测器类型：非制冷焦平面红外探测器
2、 探测器材质：多晶硅（非晶硅）
3、 工作波段：8-14μm
4、 像元尺寸：17μm
*5、红外分辨率：≥384×288×16bit
#6、温度分辨率NETD：≤0.025@25℃
#7、测温范围：30℃~42℃（测温更精细更准确）
*8、测温准确度：≤±0.2℃
温度测量重复性：＜±0.2℃
9、全屏测温一致性：≤±0.4℃
10、调焦方式：电动聚焦
#11、视场角：≥34°（水平）×44°（竖直）成像距离：0.5m-3m
12、瞬时视场：≥2.125mrad
13、图像帧率：50Hz
14、图像场周期：≤0.02秒/帧
15、数据传输接口类型：RJ45网络接口（网络传输无延时更稳定）
[bookmark: _GoBack]16、预热时间：从加电开始到形成红外热像图的时间≤20s 
